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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional
“ANO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

LUGAR DE REUNION:

FECHA DE REUNION: HORA DE REUNION: Salon De

R Conferencias
DE SEPTIEMBRE 2019 9:30 a.m. Dr. Marcos Troncoso

ONAPI (2do. Nivel).-

ACTANQ. 839-2019
COMITE DE COMPRAS Y
ONTRATACIONES

REUNION
CONVOCADA POR

TIiPO DE REUNION Comité de Compra y Contrataciones

Lic. Domingo Pefia, Enc. Recursos Humanos en representacion de la Dra.
ASISTENTES Ruth A. Lockward Reynoso, Dr. Maximo E. Vifias Flores, Licda. Sarah de La
Rosa, Licda. Rosa Virginia Almonte, Licda. Australia Pepin Cruz.

Dra. Ruth A. Lockward R.

ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DE COMPRA EN RELACION CON LA SOLICTUD DE APERTURA
PROCESO ADQUISISCION COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE 2019, PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, ONAPL. CELEBRADA EN FECHA NUEVE (09) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO
DOS MIL DIECINUEVE (2019).-

En el Salén de Conferencias Dr. Marcos Troncoso de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ubicado en el 2do.
Nivel Edificio Principal, localizado en la Ave. Los Préceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Capital de la Replblica Dominicana, siendo las Nueve y Treinta minutos horas de la mafiana (9:30 am) del dia Lunes que
contamos a Nueve (09) dias del mes de Septiembre del afio Dos Mil Diecinueve (2019), se reunieron los miembros del
Comite de Compras y Contrataciones, sefiores: Lic. Domingo Peiia, Enc. Departamento Recursos Humanos Dra, Ruth A,
Lockward R., Directora General y Presidente del Comité,; Licda. Sarah De La Rosa, Encargada Administrativo y
Financiero de Onapi y miembro; Dr. Maximo E. Vifias Flores, Encargado Consultoria Jurfdica Onapi y asesor legal del
Comité; Ing. Diana R. Belliard Pichardo, Encargada Planificacién y Desarrollo ONAPI y miembro; Licda. Australia Pepin
Cruz, Enc. Oficina De Acceso a la Informacién (OAT) ONAPI, miembro; todos de conformidad con la convocatoria que
les fuera hecha al efecto por la Presidenta del Comité.

El Lic. Domingo Peiia, dejo abierta la sesién Comunicando a log presentes, que esta reunién habifa sido convocada
para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO: Conocer del Proceso a utilizar en la Adquisicién de Equipos Informaticos ¥ Accesorios para el Tercer
Trimestre afio 2019 a ser utilizados por esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, Proceso ONAPI-
CCC-CP-2019

SEGUNDO: Conocer de las especificaciones técnicas a ser utilizadas en la Adquisicién de Equipos Informaticos y
Accesorios para el Tercer Trimestre afio 2019 a ser utilizados por esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial,
ONAPI, Proceso ONAPI-CCC-CP-2019.
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional
“ANO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Eicha téenica

CANTIDAD

PRODUCTO

Impresora 3D.

Eapesificaciones: - Impresora 3D de escritorio con marco de aluminio.

- Tamafio de impresién 300 x 300 x 400 mm.

- Didmetro estdndar de la boquilla de 0.4 mm, reemplazable a 0.3 y 0.2 mm.

- Temperatura de la boquilla por debajo de 250 grados celsuis en un estado normal,
- Con la funcién de impresién fuera de linea o desde un USB,

- Que soporte multiples filamentos de impresién 3D como ABS, PLA, TPU.

- Grosor de capa ajustable, kit de bricolaje, controles en la impresora,

maximo 270.

SERVIDOR DE RACK:

Especificaciones:

Procesador: Hasta dos procesadores Intel® Xeon® de 2.2 generacién con capacidad de ampliacién,
hasta 28 nucleos.

Sistema operativo: Microsoft Windows Server®2016 con Hyper-V

Memoria: Velocidad DIMM, Requerido 1TB Ram

Tipo de memoria: RDIMM, LRDIMM, NVDIMM, DCPMM (memoria persistente Intel® Optane™ DC)

Ranuras del médulo de memoria: 24 ranuras DIMM DDR4 (12 NVDIMM o 12 DCPMM solamente),
Compatibilidad con DDR4 DIMM ECC (inicamente

Controladoras de almacenamiento

Controladoras Internas, PERC H330, H730p, H740p, HBA330

RAID de software: S140

HBA externos: HBA SAS de 12 Gbps

PERC externa (RAID): H840, Subsistema de almacenamiento optimizado para el arranque, HWRAID 2
SSD M.2 de 240 GB

Compartimientos de unidades: Compartimientos frontales: Hasta 24 x 2,5" SAS/SSD/NVMe, max. de
153 TB. Hasta 12 x 3,5" SAS, max. de 120 TB

Compartimiento intermedio: Hasta 4 x unidades de 3,5", méx. de 40 TB. Hasta 4 x 2,5"
SAS/SSD/NVMe, méx. de 25 TB

Compartimientos posteriores: Hasta 4 x 2.5", mdx. de 25 T8, Hasta 2 x 3.5", méx. de 20 TB

GPU: Opciones de acelerador: Hasta tres GPU de 300 W o seis de 150 W, o hasta tres FPGA de ancho
doble o cuatro de ancho Gnico, Las opciones de GPU2 y FPGA solo estan disponibles en chasis de unidad
de 24 x 2,5".

Fuentes de alimentacién: 495W Platinum, 750W Platinum, 750W Titanium, 750w 240VDC3, 1100w
Platinum, 1100W 380VDC4, 1600W Platinum, 2000W Platinum, 2400W Platinum, 1100W -48VDC Gold,
Hot plug power supplies with full redundancy option, Up to 6 hot plugs fans with full redundancy,

Dimensiones: Altura 86,8 m (3,42"), Ancho 434 mm (17,08"), Profundidads 715,5 mm (29,6"), Peso
33,1 kg (73 Ib)

Bisel: Opcional LCD bezel o bezel de seguridad

Proteccién de datos: TPM 1.2/2.0 opcional. Firmware firmado criptograficamente, Inicio seguro,

Blegueo de sistema, Borrado sequro.
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Puertos: 4 de 1 GbE, 2 de 10 GbE + 2 de 1 GE, 4 de 10 GbE, 2 de 25 GbE
Puertos frontales: 1 USB Direct IDRAC dedicado, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 (opcional), 1 VGA.
Puertos posteriores: 1 puerto de red iDRAC dedicado, 1 serial, 2 USB 3.0, 1 VGA

Alimentacién: 750 W de titanio, 495 W, 750 W, 1100 W, 1600 W, 2000 W Y 2400 W, 48 VCC, 1100 W,
380 HVDC 1100 W, 240 HVDC 750 W, Fuentes de alimentacién de conexién en marcha con redundancia
completa y hasta 6 ventiladores de conexién en marcha con redundancia compieta.

Almacenamiento

Front Bays: Up to 24 x 2.5 SAS/SSD/NVMe, max 184TB, Up to 12 x 3.5" SAS, max 168TB.
Requerido Front Bays 8 X 2.5 X 1TB = 8TB SSD

Mid bay: Up to 4 x 3.5” SAS, max 56TB, Up to 4 x 2.5 SAS/SSD/NVMe, max 30.72TB.
Requerido Mid bay 4 X 2.5 X 240GB = 960GB SSD

Rear Bays: Up to 4 x 2.5” SAS/SSD, max 30.72TB, Up to 2 x 3.5" SAS, max 28TB
Requerido Rear Bays 2 X 2.5 X 480GB = 960GB SSD

Ranuras: PCle, 8 x Gen3 slots (4 x 16)
Video Card: 1 x VGA

Garantia del fabricante

Impresora Multifuncional Laser Blanco y Negro:

Dimenslones17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 Ibs,

Tecnologia de Impresién:

Impresién Laser, Velocidad de Impresién en negro - Hasta 35 ppm, Resolucién de Impresién En negro -
Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresién de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 pdginas por mes, Lenguaje
de Impresién HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresion de Primera Pagina 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"

Fotocopiadora

Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 Ppm, Resolucién de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600

de Papel Papel bond, Tamatios de PapelAd,A5,B5,(, JIS)DL

Computadora Laptop

72 generacion del procesador Intel® Core™ i3, 4GB, DDR4, 2400MHz; hasta 16GB, Disco Duro SATA de
1TB 5400 RPM, Unidad 6ptica con carga automdtica (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD,
Windows 10 Pro - 64-bit, Espafiol.

Puertos: requeridos

USB 2.0, USB 3.0, Puerto Ethernet R)-45 (10/100), HDMI, Wireless Ethernet port.

Proyector

dpi, Reduccién Ampliacién 25-400 %.
Escéner
Resolucién de Escdner Hasta 1200 dpi
Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel800 hojas Capacidad de Salida de Papell150 hojas Tipos
‘§

Caracteristicas generales:

Contraste 22000:1, Luminosidad (lumen ANSI) 3300, Proyeccién brillante 1920X1080P, Tamaiio maximo
de pantalla 300, Tamafio minimo de pantalla 28

Tipo de proyector DLP, Tipo de resolucién SVGA, Caracteristicas 3D

Caracteristicas sonido: Potencia de sonido (W) 2W
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Conexiones HDMI 2, Dimensiones y peso (sin soporte) (mm) 298 x 230 x 96.5.Peso (sin soporte) (Kg)
2.17, hasta 10,000 horas de vida de ldmpara

Computadora Dextop 7ma. Generacion:

Intel Core™ i7-8700, 4.6 GHZ, 8GB (1x8GB), 2666 MHZ, 1TB disco duro, DVD+RW, w10 PRO, 64
BITS MULT, MS, 2X DISPLAY-PORT, PUERTO VGA, MOUSE Y TECLADO ESPANOL, monitor de 19
“led, Minimo 3 afios de garantia

10

TERCEROQ: Conocer de las propuestas para la seleccién de los peritos que evaluaran las ofertas que se presenten en
el proceso a utilizar en la adquisicién Equipos Informaticos y Accesorios para el Primer Trimestre afio 2018 a ser
utilizados por esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, Proceso ONAPI-CCC-CP-2019.

CONSIDERANDO: Que el Art. 16, numeral 4, de la Ley No. 340-06, estipula que: “La Comparacion de Precios: Es
una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo
aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de servicios y obras menores.
Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, ser4 aplicable al caso de compras

menores.

CONSIDERANDO: Que el Art. 36, del Reglamento de aplicacién de la Ley 340-06, expresa que: “Las entidades
contratantes comprendidas en el dmbito del presente Reglamento estructuraran un Comité de Compras y
contrataciones. Este Comité serd permanente y estard constituido por cinco miembros: El funcionario de mayor
jerarquia de la institucién o a quien esta designe, quien lo presidira; el Director Administrativo Financiero de la
entidad o su delegado; el Consultor Juridico de la entidad, quien actuara en calidad de asesor legal; el responsable del
Area de Planificacion y desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la
Informacion”.

CONSIDERANDO: Que el parrafo I, del Art. 36, de la citada normativa estipula que: “Sera responsabilidad de!
Comité de Compras y Contrataciones, la designacién de los peritos que elaboraran las especificaciones técnicas del
bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacién de pliegos de Condiciones Especificas, el
procedimiento de seleccién y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas”.

VISTA:. Lz} Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de
fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil seis (2006) y su modificacién contenida en la Ley 449-06, de fecha
seis (06) de diciembre del afio 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicacién de la No. Ley 340-06, contenido en el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de
septiembre de 2012.

VISTA: Las comunicaciones de solicitud requerimiento emitido por el Ing. Wilson Grullon, Enc. Departamento de
Tecnologia de ONAPI, de fecha 08/07/2019; 18/06/2019; 17/7/2019;25/06/2019;

VISTA: La comunicacién dirigida a la Enc. de la divisién Financiera por el Sr. Nacol Lopez, Enc. Undidad de Compras
ONAPI, de fecha 26 Agosto del afio 2019;

VISTA: La certificacién de apropiacién presupuestaria correspondiente al presupuesto anual de compras para el afto 2019
de esta Oficina Nacional de La Propiedad Industrial ONAPI, de fecha 03 Septiembre del afio 2019;

VISTO: La provisién de pago No. 2298-1 de fecha 03 de Septiembre del afio 2019;
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Tipo de memoria: RDIMM, LRDIMM, NVDIMM, DCPMM (memoria persistente Intel® Optane™ DC)

Ranuras del médulo de memoria: 24 ranuras DIMM DDR4 {12 NVDIMM o 12 DCPMM solamente),
Compatibilidad con DDR4 DIMM ECC Unicamente

Controladoras de almacenamiento

Controladoras Internas, PERC H330, H730p, H740p, HBA330

RAID de software: S140

HBA externos: HBA SAS de 12 Gbps

PERC externa (RAID): H840, Subsistema de almacenamiento optimizado para el arranque, HWRAID 2
SSD M.2 de 240 GB .

Compartimientos de unidades: Compartimientos frontales: Hasta 24 x 2,5" SAS/SSD/NVMe, max. de
153 TB. Hasta 12 x 3,5 SAS, méax. de 120 TB

Compartimiento intermedio: Hasta 4 x unidades de 3,5, max. de 40 TB. Hasta 4 x 2,5"
SAS/SSD/NVMe, max. de 25 TB

Compartimientos posteriores: Hasta 4 x 2.5", méx. de 25 TB, Hasta 2 x 3.5", max. de 20 TB

GPU: Opciones de acelerador: Hasta tres GPU de 300 W o seis de 150 W, o hasta tres FPGA de ancho
doble o cuatro de ancho (nico, Las opciones de GPU2 y FPGA solo estdn disponibles en chasis de unidad
de 24 x 2,5".

Fuentes de alimentacién: 495W Platinum, 750W Platinum, 750W Titanium, 750W 240vDC3, 1100W
Platinum, 1100W 380VDC4, 1600W Platinum, 2000W Platinum, 2400W Platinum, 1100W -48VDC Gold,
Hot plug power supplies with full redundancy option, Up to 6 hot plugs fans with full redundancy,

Dimensiones: Altura 86,8 m (3,42"), Ancho 434 mm (17,08"), Profundidad5 715,5 mm (29,6"), Peso
33,1 kg (73 Ib)

| Bisel: Opcional LCD bezel o bezel de sequridad

Proteccién de datos: TPM 1.2/2.0 opcional. Firmware firmado criptogréficamente, Inicio seguro,
Blogueo de sistema, Borrado seguro.

Puertos: 4 de 1 GbE, 2 de 10 GbE + 2 de 1 GE, 4 de 10 GbE, 2 de 25 GbE

Puertos frontales: 1 USB Direct iDRAC dedicado, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 (opcional), 1 VGA.
Puertos posteriores: 1 puerto de red IDRAC dedicado, 1 serial, 2 USB 3.0, 1 VGA

Alimentacion: 750 W de titanio, 495 W, 750 W, 1100 W, 1600 W, 2000 W y 2400 W, 48 VCC, 1100 W,
380 HVDC 1100 W, 240 HVDC 750 W, Fuentes de alimentacién de conexidén en marcha con redundancia

completa y hasta 6 ventiladores de conexién en marcha con redundancia completa.

Almacenamiento

Front Bays: Up to 24 x 2.5” SAS/SSD/NVMe, max 184TB, Up to 12 x 3.5” SAS, max 168TB.
Requerido Front Bays 8 X 2.5 X 1TB = 8TB SSD

Mid bay: Up to 4 x 3.5” SAS, max 56TB, Up to 4 x 2.5” SAS/SSD/NVMe, max 30.72TB.
Requerido Mid bay 4 X 2.5 X 240GB = 960GB SSD

Rear Bays: Up to 4 x 2.5” SAS/SSD, max 30.72TB, Up to 2 x 3.5” SAS, max 28TB
Requerido Rear Bays 2 X 2.5 X 480GB = 960GB SSD

Ranuras: PCle, 8 x Gen3 slots (4 x 16)

Video Card: 1 x VGA

Garantia del fabricante

Impresora Multifuncional Léser Blanco y Negro:

Dimensiones17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 Ibs,

Tecnologia de Impresién:




REPUBLICA DOMINICANA
gﬁ/o’/ﬁ/«'/ﬂ e Fndlust ria, %ﬂ)ﬂﬂm/@ 7 %;ymea'
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Santo Domingo, Distrito Nacional
“ANO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Impresién Léser, Velocidad de Impresién en negro - Hasta 35 Ppm, Resoluclén de Impresién En negro -
Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresién de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 paginas por mes, Lenguaje
de Impresién HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresién de Primera Pagina 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"

Fotocopiadora

Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm,

Resolucién de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600
|_dpi, Reduccién Ampliacién 25-400 %.

Escdner

Resolucién de Escdner Hasta 1200 dpi

Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel800 hojas Capacidad de Salida de Papel150 hojas Tipos
de Papel Papel bond, Tamafios de PapelA4,AS,B5,(, JIS)DL

Computadora Laptop

78 generaci6n del procesador Intel® Core™ i3, 4GB, DDR4, 2400MHz; hasta 16GB, Disco Duro SATA de
a 1TB 5400 RPM, Unidad 6ptica con carga automatica (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD,
Windows 10 Pro - 64-bit, Espaiiol.

Puertos: requeridos

USB 2.0, USB 3.0, Puerto Ethernet R1-45 (10/100), HDMI, Wireless Ethernet port.

Proyector

Caracteristicas generales:

Contraste 22000:1, Luminosidad (lumen ANST) 3300, Proyeccién brillante 1920X1080P, Tamafio maximo
1 de pantalla 300, Tamafio minimo de pantalla 28

Tipo de proyector DLP, Tipo de resolucion SVGA, Caracteristicas 3D

Caracteristicas sonido: Potencia de sonido (W) 2w

Conexiones HDMI 2, Dimensiones y peso (sin soporte) (mm) 298 x 230 x 96.5.Peso (sin soporte) (Kg)
2.17, hasta 10,000 horas de vida de ldmpara

Computadora Dextop 7ma. Generacion:

Intel Core™ i7-8700, 4.6 GHZ, 8GB (1x8GB), 2666 MHZ, 1TB disco duro, DVD+RW, w10 PRO, 64
BITS MULT, MS, 2X DISPLAY-PORT, PUERTO VGA, MOUSE Y TECLADO ESPANOL, monitor de 19

10
“led, Minimo 3 afios de garantfa

TERCERO: DESIGNAR como al efecto DESIGNA a los técnicos, Ing. Wilking Urefia, Sra. Elizabeth Reyes y Sr.
Gian Carlos Santana, a los fines de que evaltien las ofertas de los proponentes que participaran en el proceso por
Comparacién de Precios, con el propésito de validar las ofertas presentadas y garantizar la diafanidad del proceso a
utilizar en la Adquisicién de Equipos Informéticos y Accesorios para el Tercer Trimestre afio 2019 a ser utilizados
por esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, Proceso ONAPI-CCC-CP-2019.

Concluida esta resolucién se dio por terminada la reunién siendo las Diez y Treinta minutos (10:30 am) horas de la
marfiana, del dia, mes y afio antes sefialado, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en
sefial de aprobacion y conformidad con su contenido.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana a los Nueve (09) dias del mes de
Septiembre del aiio Dos Mil Diecinueve (2019).
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en representacion de la

Dra. Ruth A. Lockward Reynoso

Presidenta del Comité de Compra y Contrataciones de la
Ofitina Na<:1onal De La Propiedad Industrid

Dr. Mgximo E. Vifias Flgfe 1/ ca Sarah de La Rosa
Enc. Consultoria Juridica ONAP| Enc. Administrativo y Financiero ONAPI

W ﬁ”
Licda: Australia Pepm Cruz,

Licda. Rosa Virginia Almonte
Enc. Int. Planificacion y Desarrollo ONAPI  Enc. Oficina de Acceso a la Informacién (OAl) ONAPI




